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半導体＆システム設計技術委員会
国際標準化・企画ＷＧ

IEC 63055 ED2 TG
2020年度活動報告
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活動サマリ

◼ 目的

◼ IEEE Std 2401-2019 について、IEC 63055 Edition2として認定を得る(Dual logo化)。

◼ 活動内容

◼ IEEEからIECへの提案状況のフォロー

◼ IEC/TC91/WG13 全体会議の主体的とりまとめ（コンビナー）、投票

◼ 他国代表機関との調整
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成果物

◼ 成果物

IEC 63055 ED2 標準認定の達成（IEEE 2401-2019のdual logo化)

• IEC/TC91/WG13 全体会議で承認されました。

• 日時：2020/11/5 (木) 9:00pm –11:00pm (JST)

• 形態：Web会議

• 参加者：3カ国（日・英・米）13名

◼ 課題・申送り事項

IEC 63055 ED2の出版は2021年中の見込み


